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Registro 8-745

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-745

Nº de inventario
2000

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Diaguita

Objeto
Jarro pato
Dimensiones
Diámetro máximo 14.9 cm - Espesor 0.5 cm - Alto 14.3 cm - Peso 608
Gramos
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Arcilla

Descripción
Objeto cilíndrico - asimétrico, con un asa y modelado zoomorfo -
antropomorfo de la cultura diaguita, en sus fases II - III (Inka). Base roja
circular hendida o cóncava. Diseños estilizados (brazos - manos), un
circulo con punto central, que podría
insinuar una visión centrista o umbilical tanto del individuo representado
como del imperio (Cusco ,ombligo del mundo), triángulos y rombos con
diseños en red a nivel del cuerpo, todos en colores negro, rojo sobre fondo
blanco.

Estado de conservación
Bueno

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel
Norte Chico

https://www.surdoc.cl/registro/8-745
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2579
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010453
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Nombre sitio
Altovalsol

Localidad
Altovalsol

Comuna
La Serena

Temporalidad
Período Alfarero Tardío

Cultura arqueológica
Cultura Inca / Diaguita-Inca

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Compra

Procedencia
Dr Ricardo Schwenn S

Fecha de ingreso
1950-07-04

Registradores
Marcos Biskupovic , 2012-02-29
Oscar Eduardo Fontana Silva, 2023-08-29
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